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投资者关系活动记录表 

投资者关系活

动类别 

√特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            √业绩说明会 

□新闻发布会          路演活动 

□现场参观            电话会议 

□其他 （请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称

及人员姓名 

华福证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、开源证券股

份有限公司、方正证券股份有限公司等 

会议时间 2026 年 5月 19日、2026年 5月 20日 

会议地点 线下、线上 

上市公司接待

人员姓名 

董事长、总经理：韩江龙 

董事会秘书：董东峰 

证券事务代表：钱云 

证券事务专员：张雅婷 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

问题一：请问公司如今的产品布局是怎样的？ 

回复：在传统封装领域，公司产品结构全面并已实现产业化，市

场份额逐步扩大，在国内市场已具备较高的品牌知名度及市场影

响力；在先进封装领域，颗粒状环氧塑封料（GMC）、FC底填胶等

产品已陆续通过客户考核验证，技术水平取得业内主要封装厂商

的认可。公司在加大核心技术开发的同时，注重实现核心技术的

产业化，公司拥有独立自主的系统化知识产权。凭借扎实的研发

实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，公司已与相关业内领

先及主要企业建立稳固的合作伙伴关系，业务规模持续扩大，有

序实现研发技术的产业化落地，推动经营业绩的快速提升。公司

与业内主流封装厂商均已建立长期稳定的合作关系。 



问题二：公司 2025年度研发费用与 2024年相比变动较大，请解

释一下原因？ 

回复：研发费用变动主要系研发人员薪酬、股权激励费用、募投

项目新购研发设备折旧费用增加所致。 

问题三：目前，华海诚科和衡所华威整合情况如何？ 

回复：公司积极推进高效整合，协同开展半导体封装材料工艺技

术的迭代开发，以期快速取得高端封装材料技术突破。双方在市

场布局、产品矩阵、供应链整合、产线布局、研发资源、服务响

应、联合运输、数据共享等多方面充分发挥协同效应，提升了运

营效率和抗风险能力。 

问题四：公司未来的发展战略 

回复：公司始终遵循“诚信经营、科技创新、精益制造、品质卓

越、共同发展”的企业核心价值观，坚持以市场为导向、以技术

为支持、以诚实守信为根本原则，不断提高技术实力，坚持科技

创新，重点关注科研成果产业化，为客户持续提供具有竞争力的

半导体封装材料。 

未来，公司将在巩固现有半导体封装材料竞争优势的基础上，以

客户定制化需求为牵引，以先进封装技术发展趋势为导向，构建

兼具前瞻性与创新性的技术研发体系，持续优化产品结构，增强

企业核心竞争力。在传统封装用封装材料领域，公司依托既有优

势产品加快对外资厂商产品替代，并积极围绕现有客户以及潜在

客户的新增需求进行布局并开发特色产品，从而进一步扩大公司

业务规模并提升市场占有率；在先进封装材料领域，华海诚科与

衡所华威将加快在技术资源、客户资源的整合，协同开展半导体

封装材料工艺技术的迭代开发，加大对车载芯片、电容封装、存

储类半导体器件用环氧塑封料的研发投入。同时优化产品结构、

客户结构，快速提高在高性能和先进封装环氧塑封料应用领域的

领先地位。 

公司聚焦于封装材料的研发及产业化，致力于成长为中国半导体



以及相关行业封装材料的引领者与全球强有力的竞争者，持续地

以打造卓越的全球化企业为目标而努力，为我国半导体及相关行

业产业链发展壮大贡献力量。 

问题五：请简要介绍一下子公司衡所华威的募投项目建设情况 

回复：衡所华威积极推进现有生产线升级改造和新产线建设调试

工作，保障产线设备长周期健康运行。同时对原材料预处理和材

料分散提出新的工艺研究和验证，科学验证和评估耐磨设备备件

和陶瓷备件，不断提升金属颗粒的管控能力。在生产工序增购了

多台新设备，有效提升自动化水平。总体生产良率和产出率稳步

提升，产品各项指标更加趋于稳定。 

对于与生产配套的存储设施和低温库房，做了统筹规划，改建现

有库房，数字化和智能化管理水平持续提升，显著提高生产效率，

同时降低人力成本，减少设备运行故障。 

问题六：公司为国产化替代做了哪些努力？ 

回复：长期以来，中国半导体关键材料因为缺乏技术被“卡脖子”，

因而受制于人。公司以开发全系列先进封装材料为己任，专注关

键技术攻关。公司以半导体产业及半导体封装行业的发展方向为

指导，围绕现有产品及技术成果，在新产品研发、配方开发、工

艺优化等方面进行持续研发及技术攻关，在保持行业内技术优势

地位的同时不断拓展公司产品的应用领域，为我国半导体封装材

料的国产化提供了材料保障。 

注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介

绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已

对外披露正式公告。 

附件清单（如

有） 

无 

日期 2026 年 5月 19日、2026年 5月 20日 
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